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企業概要 

 

設立：2009 年 1 月 27 日  /  代表者：代表取締役 小西 照郎 

資本金：90 百万円（資本準備金 477 百万円）/ 売上高：1,200 百万円 / 

  従業員：90 名 

商談の目的 □技術の提供、□技術や製品の用途開発、□共同開発、■製品の販路開拓 

技術・製品の

概要 

①放熱用基板の開発・試作・量産ビジネス 

 （厚銅大電流基板、メタル基板 アルミヒートシンク 等） 

②片面、両面～16層までの短納期試作ビジネス 

③商品開発から回路設計、基板製造、部品実装までのﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 

技術製品の詳

細説明 

厚銅大電流基板 

特許(ﾊｰﾌｴｯﾁ工法)により 2000μ以上の厚銅基板の製造が可能。 

・多層化が可能で内層とバスバー一体型基板 

・内層と一体化した表層パッド（サーマルポスト） 

 ＊詳細は、弊社ホームページ参照願います。 

 

特徴 重い金属基板をエッチングできる設備を保有し、培ったノウハウで放熱基板、大電流

基板の開発・製造に強みを持つ。金属加工の技術も保有。 

面談希望企業 ロボット、モーターなど大電流での制御が必要になる分野の企業との面談を希望 

取引先 安川電機、ＩＤＥＣなど 

知的財産等  

 


